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Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung
Kategorie
Baureihe
Komponente

Kontaktbeschreibung

Ausflihrung

Anschlussart
Art der Verbindung

Kontaktanzahl

Lange der Pins

Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
Raster, anschlussseitig

Bemessungsstrom
Isolationswiderstand

Durchgangswiderstand
Grenztemperatur

Steck- und Ziehkraft
Anforderungsstufe

Steckzyklen

Steckverbinder
SEK Low-profile
Messerleiste

gerade

Einpressanschluss

Leiterplatte zu Kabel
Leiterplatte zu Leiterplatte

64

55 mm

2
2,54 mm

1A

>10°Q

<20 mQ

-55 ... +105 °C
<128 N

2
nach IEC 60603-13

2250

Pushing Performance
Since 1945
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Technische Kennwerte
Prifspannung Ugg
Isolierstoffgruppe

Leiterplattenstarke

Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Farbe Einsatz

Werkstoff Kontakte
Kontaktoberflache

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
RoHS

ELV Status

China RoHS

REACH Annex XVII Stoffe

REACH ANNEX XIV Stoffe

REACH SVHC Stoffe

California Proposition 65 Stoffe
California Proposition 65 Stoffe

Anforderungssatz mit Gefahrdungsstufen

Normen und Zulassungen

Normen
UL/ CSA

Bahnklassifizierung

Kaufménnische Daten
Packungsgroe
Nettogewicht
Ursprungsland
europaische Zolltarifnummer

GTIN

1KV
llla (175 < CTI < 400)

1,6 mm +1,6

Thermoplastischer Formstoff (PBT)
grau
Kupferlegierung

Edelmetall Gber Ni steckseitig
Ni anschlussseitig

V-0

konform
konform

e

nicht enthalten
nicht enthalten
nicht enthalten
ja
Antimontrioxid
Nickel

R26

IEC 60603-13

UL 1977 ECBT2.E102079

CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

F3/13

50

89g

Ruménien
85366990
5713140035805
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Kaufmannische Daten

eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)

Empfohlener Lochaufbau der Leiterplatte

Drilled hole 6 15-003
Tin plated PCB [HAL} Cu min. 25 pm
ace. to EN 60352-5 Sn max, 15 pm
plated hole & 034 - 103 mm
tlled hole @ Drilled hole @ 1,15-0,03 mm
Chemical tin plated Cu min. 25 ym
Cu_min. 25 pm P(B Sn min. 0.8pm
plated hole # 1,00 - 1,10 mm
/ Drilled hole @ 1,1-5-0.03 mm
; / _ Cu min. 25 pm
7 s | Gold !Nl;légl plated Ni 371
Au 0,05 - 012 pm
finished hole @& plated hole 8 I.UO_— 1,10 mm
o lea 5 Drilled hole # 1,1.5-0,03 mm
lafhg s S Silver plated PCB i: 0':‘1'"; i;lj:m
plated hole # 1,00 - 110 mm
Drilled hole B 115003 nm
gl — o 5
plated hole & 1,00 - 1,10 mm

Neben der Hot-Air-Level (HAL) Leiterplattenoberflache werden neue Oberflachen immer bedeutender. Aufgrund
ihrer anderen mechanischen Eigenschaften, z. B. Festigkeit und Reibkoeffizient, empfehlen wir die oben genannten
Lochaufbauten.
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